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IC 溫度計算
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名詞解釋

1. TJ  (℃) = Junction Temp(≒ Die 溫度)
2. Tc (℃) = Case Temp(IC 表面溫度)
3. TA (℃) = Ambient Temp(環境溫度)
4. θJC (℃/W) = Die表面到IC表面的熱阻系數
5. θJA (℃/W) = Die表面到環境的熱阻系數
6. θCA (℃/W) = IC表面到環境的熱阻系數
7. PD(W) = 耗散功率

熱阻係數越低越好
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Power Dissipation

Ex :
(5V-1.8V) x 200mA = 
0.64mW
(3.3V-1.8V) x 200mA = 
0.3mW

Vin max

Vout

Vref

有效輸
入範圍

Vdropout

輸入範圍

PD = (VIN - VOUT) x ILOAD



基本公式

1. θJA = θJC + θCA

2. TJ =  TA + (θJA x  PD )

3. TJ =  TC + (θJC x  PD )

範例參考 : NISD RN5T618

PD(MAX) = 4500 mW , θJA =22.2 ℃/W , θJC =10 ℃/W

1. TJ = 25 ℃+ (22.2 x 4.5) = 125 ℃

2. Tc = 125 ℃- 45℃= 80 ℃



Package

2W
(TO-252-5)

1.5W
(QFN0404)

1W
(DFN2730)

0.5W
(SOT-23)

封裝會直接影響散熱效果

0.3W
(WLCSP)



Layout 重點

良好的PCB 設計也可加強
散熱效果



NISD K包裝範例

Package Dimemsions Power Dissipation
Standard Con

High Watt Con

K(DFN2527) 2.7 x 2.5 (mm) 910(mW)
1400(mW)
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